
焊接方式        应对回流焊及浸流焊

薄膜片式电阻器
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片式热敏电阻

本公司在更改设计、规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

片式热敏电阻

型

特  点
最适用于温度补偿电路

电阻温度系数

高性能          热应答速度快

直线性          在                的温度范围内具有卓越的电阻温度系数直线性

高可靠性 应对高密度

小巧轻盈        小巧轻盈，为组装省空间作贡献

依据标准

●

产品编号 形状 额定功率

编号 形状 额定功率

电阻值容差

电阻值容差编号 编号

编号

电阻温度系数

型号

电阻值

加工包装 型号

冲压载带包装

冲压载带包装

间距

间距

例

R语大写字母 使用。

结构图 外观尺寸

保护膜

氧化铝电路板

温度检测覆膜

内部电极

中间电极

外部电极

型号
尺寸 质量

盖章表示

电阻温度系数用 位数字表示。        型无盖章表示。

将该 位数放大   倍的数为电阻温度系数       。

型号命名方式

包装形式

2

23

0

用  位数字表示。最初的 位数字表示有

效数字，最后的 位数字表示有效数字后

应加  的个数。小数点在该位置处代替英

1

 
RoHS 已应对      指令
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片式热敏电阻

本公司在更改设计、规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

型  号
形状

额定功率 标准品规格

电阻温度系数 电阻值范围 电阻温度系数容差
电阻值容差

标准电阻值

不在上述标准件规格中的，请研讨后咨询。

电阻温度系数 环境温度     时的电阻值

环境温度     时的电阻值

当工作环境温度超过    ，请按照下图的70℃
负荷降低曲线

负荷降低曲线来减少额定功率。

类别温度范围

环境温度

额
定
功
率
比

温度特性的直线性

电
阻
值
变
化
率

环境温度
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包装方法 带状包装
标准数量

带状包装种类

冲压载带包装

间距 数量型  号

卷

卷

单位载带

间距

冲压载带包装

单位

型号

带状包装用卷盘

型  号

使用注意事项
本产品是电阻温度系数非常高的元件。在测量电阻值时，由于测量电流引起的焦耳热会使电阻值变化，因此请用极小的
测量电流测量。例如，如在该电阻器上外加额定负荷，电阻器的温度约上升     ，电阻值也会变化数个  。 ％
另外，还会受到周围温度的很大影响，因此请用误差少的方法 电阻值的保证温度为      测量。25 ℃

焊盘图案设计
以下所示的是本产品推荐焊接条件和注意事项。

片式电阻

例

型号
尺寸



回流焊推荐接条件

高温峰值

                                      200 ℃以上              30    ～ 40
235 ± 5 ℃ 10

■

● 
・                  2
・
・

●

 (Sn/Pb             )

(Sn/Ag/Cu            )

                     140 ℃ ～ 160 ℃            60    ～ 120

                      150 ℃ ～ 180 ℃            60     ～ 120
                                     230 ℃以上                30     ～ 40

                           max. 260 ℃                 10

                                    140 ℃ ～ 160 ℃               60    ～ 120                   150 ℃ ～ 180 ℃                60     ～ 120
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4.  
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6.  

7.  （                     ）
8. 
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本公司在更改设计、规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

推荐焊接条件

共晶焊锡       系列等

预热区

主要加热区

秒 秒

秒 秒

秒以内

温度条件           时  间

无铅焊锡          系列等 

温度条件           时  间

预热区

主要加热区

秒以内

最多进行  次回流焊。

根据电路板及          ，
产品端子部温度以及焊接特性。

高温峰值

预热区

主要加热区

时  间

温
 
 
度

推荐浸流焊条件

共晶焊锡 无铅焊锡

温度条件 时  间 温度条件 时  间

预热区 秒     秒 秒      秒

焊接 秒     秒 秒以内

安全注意事项

额定功率和环境温度超过规定的降低曲线时请不要使用。

本产品的配置紧密，请在考虑好相互之间的发热影响和临近发热零部件的温度上升等情况后再进行配置、装配。

有脉冲等的瞬间负载(短时间过载)出现时，必须对贵公司产品在贴装状态下进行评价、确认。

另外，请将外加脉冲负荷时的峰值设定在额定电压以下。

使用卤素类等活性度高的助焊剂时，考虑到残留熔剂会影响性能、可靠性，因此必须事先确认后使用。

使用烙铁进行焊接时，请不要将烙铁头直接对着本产品的本体。另外，用烙铁头在高温条件下操作时请尽量在短时间内进

行(      以下、秒中之内)

焊锡的堆量越多，本产品所受到的机械应力就越大，会引起裂纹和质量不良等情况。因此焊锡的堆量请不要过多。

本产品的保护膜发生破碎、伤痕、剥离时，有时会使本产品质量降低。因此在自动贴装时的机械冲击及贴装后的电路板处

理时必须特别注意。

请不要让本产品受到冲击，或用硬物  钳子、镊子等  夹取。以免对本产品的保护膜及本产品的本体等带来缺陷影响性能。

请不要对印制电路板过度弯曲对本产品带来异常应力。

请不要长时间浸泡在溶剂中。另外，请在充分确认后使用溶剂。

                  ～ 30                                            max. 260 ℃                        10245 ± 5 ℃ 20

350 ℃

高温峰值

±

秒 秒

秒 秒

±

焊锡的种类

请务必仔细阅读并确认以下安全注意事项，以及本产品介绍中第4页上总体通用注意事项之相关内容。

请事先确认

本产品推荐焊接条件及注意事项如下所示。

超出正常温度时，请务必与本公司确认。



 安全注意事项（固定电阻器的通用注意事项）

·使用本产品时，无论其用途如何，请务必事先交换所采购产品的规格书。本产品介绍中的设计及规格在发生变更时可能
不予事先通知，敬请谅解。

·在本目录内容缺失情况下请勿使用本产品。
·本产品介绍所示内容为具体产品的品质及性能。用户在本产品贴装后，务必对整体产品进行测试评估。
·当本产品应用于运输设备（火车，汽车，船舶等），通信设备，医疗设备，航天设备，电热用品，燃油燃气设备，旋转设
备，防灾防盗设备上，并因本产品出现的故障问题而可能导致人身伤害及其他重大伤害时，请务必设计下列故障保护系统，
以确保设备的安全运转。

✽ 设置保护电路及保护装置的系统。
✽ 设置冗余电路，出现单一故障时可确保安全的系统。

1) 使用注意事项
·本产品的设计，制造广泛适用于普通用途的电子设备（AV，家电，办公设备，信息通信设备）
·本产品设计时未考虑在下述特殊环境中的使用情况，请务必预先对质量，性能的影响做充分调查确认后判断是否可以使用。
1. 水，油，药液，有机溶剂等液体中
2. 直射阳光，室外暴晒，尘埃中
3. 海风，Cl2, H2S, NH3, SO2, NO2 等腐蚀性气体较多的场所
4. 易产生静电的环境
 小型元件对静电放电（ESD）敏感。
 因静电放电（ESD）受到损伤。
 请采取静电放电（ESD）保护措施。
5. 电磁波环境
 请避免在强电磁波环境下使用本产品。
6. 结露环境
7. 用树脂等对本产品或装有本产品的印制电路板进行密封，涂层。
·本产品通电后会产生焦耳热。为避免对其他元件造成不良影响，请务必注意元件装配位置。
·由于周边部件产生的热量可能使本产品超过类别温度，为避免因周边的发热元件导致本产品超过工作温度，请务必注意元
件装配位置。另外，请勿将本产品安装于发热部件及塑料配线等可燃物附近。

·使用免清洗焊料进行焊接作业，以及使用卤素助焊剂及水溶性助焊剂会对本产品性能及可靠性造成不良影响，请务必注意。
·由于焊接后的助焊清洗剂可能会对本产品性能及可靠性造成不良影响，请务必慎重选择清洗剂。尤其在使用水及水溶性清
洗剂时，须考虑到水渍残留对绝缘性的影响。

2) 保管注意事项
可焊性等性能质保期：在一定温度(5°C ~ 35°C)，湿度(45% ~ 85%RH)的环境下，自本产品以完整包装到达用户处起1年内。

即便如此，在上述质保期内仍有可能出现由于电气性能以及可焊性的下降，包装材料（带状包装等）的变形，
变质而引起的贴装工艺问题，请务必避免在下述环境下保管本产品。
1. 海风，Cl2, H2S, NH3, SO2, NO2 等腐蚀性气体较多的场所
2. 阳光直射的场所

＜包装标识＞
包装上标有产品型号，数量，原产地等。
此外，原产地原则上用英语表示。
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